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§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 04 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 

  本报告中财务资料未经审计。 

  本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称  景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）  

场内简称  全球芯片 LOF 

基金主代码  501225 

基金运作方式  上市契约型开放式（LOF） 

基金合同生效日  2023 年 3月 30 日 

报告期末基金份额总额  343,403,349.25 份  

投资目标  本基金在严格控制组合风险与保持资产流动性的基础上，主要投

资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份

额和相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 

投资策略 1、国家与地区配置策略 

本基金在全球范围内进行投资，采用“自上而下”方法进行国家

及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法，分

析各个国家及地区的人口结构、宏观经济形势、经济政策等，以

及各个市场估值水平，并结合各市场的风险水平，动态地确定基

金资产在各个国家及地区的资产配置。 

2、主题界定 
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本基金采取主题投资策略，本基金的半导体芯片产业主题的界定

如下：（1）对于股票型基金，主要指境内外跟踪半导体或芯片产

业相关指数的 ETF 或者指数型证券投资基金；（2）对于股票，主

要投资于境内外半导体或芯片产业相关指数的成份股及其备选

成份股。 

3、基金投资策略 

本基金在全球范围内精选跟踪全球半导体芯片产业的主题基金

（含 ETF 和其它指数型证券投资基金），通过定量分析和定性分

析相结合的方式筛选标的基金。 

4、股票投资策略 

本基金将挑选出境内外半导体或芯片产业具有代表性的相关指

数，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取相关指数成份股和

备选成份股中流动性较好的股票，构造与本基金主题投资相匹配

和风险收益特征相似的股票组合，进行被动式投资。 

5、存托凭证投资策略 

本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投

资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和

定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资

标的。 

6、金融衍生品投资策略 

本基金将按照风险管理的原则，谨慎参与各类金融衍生品投资，

将适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生品，如期货、期

权、权证、远期合约、掉期、结构性投资产品以及其他衍生工具。 

7、债券投资策略  

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适

时对债券进行投资。 

8、资产支持证券投资策略 

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池

资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变

化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的
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证券的久期与收益率的影响。 

业绩比较基准  中证芯片产业指数收益率*15%+费城半导体指数收益率（PHLX 

Semiconductor Sector Index）（使用估值汇率调整）*75%+人

民币活期存款利率(税后)*10% 

风险收益特征  本基金投资于 ETF 的比例不低于本基金资产的 80%，投资于本基

金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型

基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的 80%，其长期平均

风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资

基金及货币市场基金。 

基金管理人  景顺长城基金管理有限公司 

基金托管人  招商银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称  
景顺长城全球半导体芯片股票 A

（QDII-LOF）  

景顺长城全球半导体芯片股

票 C（QDII-LOF）  

下属分级基金的交易代码  501225  016668  

报告期末下属分级基金的份

额总额  
246,761,444.86 份  96,641,904.39 份  

境外资产托管人  
英文名称：HSBC 

中文名称：汇丰银行（中国）  

注：本基金 A类份额含 A类人民币份额（份额代码：501225）及 A类美元现汇份额（份额代码：0

16667），交易代码仅列示 A类人民币份额代码；本基金 C类份额含 C类人民币份额（份额代码：0

16668），交易代码仅列示 C类人民币份额代码。 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标  

单位：人民币元  

主要财务指标  

报告期（2026 年 1月 1日-2026 年 3月 31 日）  

景顺长城全球半导体芯片股票 A

（QDII-LOF） 

景顺长城全球半导体芯片股票 C

（QDII-LOF） 

1.本期已实现收益  18,543,261.53 7,602,991.15 

2.本期利润  18,294,714.93 11,976,784.68 

3.加权平均基金份额

本期利润  
0.0745 0.1127 
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4.期末基金资产净值  511,998,158.59 198,006,776.75 

5.期末基金份额净值  2.0748 2.0488 

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。 

3.2 基金净值表现  

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  

景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）  

阶段  净值增长率①  
净值增长率标

准差②  

业绩比较基准

收益率③  

业绩比较基准

收益率标准差

④  

①－③  ②－④  

过去三个月 4.82%  1.99%  3.79%  1.98%  1.03%  0.01%  

过去六个月 10.24%  1.91%  10.58%  1.97%  -0.34%  -0.06%  

过去一年 59.72%  1.96%  59.00%  2.04%  0.72%  -0.08%  

过去三年 107.50%  1.73%  111.43%  1.78%  -3.93%  -0.05%  

自基金合同

生效起至今 
107.48%  1.73%  115.74%  1.78%  -8.26%  -0.05%  

景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）  

阶段  净值增长率①  
净值增长率标

准差②  

业绩比较基准

收益率③  

业绩比较基准

收益率标准差

④  

①－③  ②－④  

过去三个月 4.72%  1.99%  3.79%  1.98%  0.93%  0.01%  

过去六个月 10.08%  1.91%  10.58%  1.97%  -0.50%  -0.06%  

过去一年 59.13%  1.96%  59.00%  2.04%  0.13%  -0.08%  

过去三年 104.90%  1.73%  111.43%  1.78%  -6.53%  -0.05%  

自基金合同

生效起至今 
104.88%  1.73%  115.74%  1.78%  -10.86%  -0.05%  

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较  

 

 

注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于 ETF 的比例不低于本基金资产的 80%；投资于境外

资产的比例不低于本基金资产的 20%；投资于境内资产的比例不低于本基金资产的 20%；投资于权

益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金资产的 80%；投资于本基金界定的半导

体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的

80%。每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政

府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申

购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 3 月 30 日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基

金投资组合达到上述投资组合比例的要求。  
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§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓名  职务  
任本基金的基金经理期限  证券从业

年限  
说明  

任职日期  离任日期  

汪洋 
本基金的

基金经理 

2023年 6月30

日 
- 18 年 

理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品

部首席数量分析师，华泰联合证券股份有

限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞

基金管理有限公司指数投资部基金经理

助理，汇添富基金管理有限公司指数与量

化投资部基金经理，博时基金管理有限公

司指数与量化投资部副总经理兼基金经

理。2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF

与创新投资部总经理，自 2022 年 5月起

担任 ETF 与创新投资部基金经理，现任公

司总经理助理、ETF 与创新投资部总经

理、基金经理。具有 18年证券、基金行

业从业经验。 

金璜 
本基金的

基金经理 

2024年 1月19

日 
- 10 年 

工学硕士，CFA。曾任美国

AltfestPersonalWealthManagement（艾

福斯特个人财富管理）投资部量化研究

员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）

风险管理部信用风险分析员。2018 年 7

月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF

与创新投资部研究员、ETF 与创新投资部

基金经理助理，自2023年 9月起担任ETF

与创新投资部基金经理。具有 10年证券、

基金行业从业经验。 

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决

定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且

公告的聘任、解聘日期；  

  2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况  

无。  

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介  

无。 

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明  
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律

法规及各项实施准则、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合

同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现

损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合

同的规定。 

4.4 公平交易专项说明  

4.4.1 公平交易制度的执行情况  

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011

年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 

4.4.2 异常交易行为的专项说明  

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次，为投资组合的投资策略需要而发生的

同日反向交易，按规定履行了审批程序。 

  本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明  

本季度在人工智能硬件需求持续上行、行业龙头公司领涨、地缘风险上升、流动性预期下降

等因素的共同作用下，美股半导体呈现震荡上行的态势。主要海外市场指数中，费城半导体指数

(7.13%)>英国富时 100(2.47%)>罗素 2000 指数(0.58%)>恒生指数(-3.29%)>道琼斯工业平均

(-3.58%)>标普 500(-4.63%)>纳斯达克 100(-5.98%)>纳斯达克科技市值加权(-9.00%)>恒生科技

(-15.70%)。 

  本季度最近一次议息会议中，美联储将联邦基金利率目标区间维持在 3.50%-3.75%，符合市

场预期。本次会议中，因地缘事件推高油价，美联储上调了通胀预期。预计 2026 年核心 PCE 通胀

率为 2.7%，GDP 增长预期小幅上调至 2.4%，失业率预期维持在 4.4% 不变。尽管市场在大幅下调

全年降息的幅度，但美联储强调加息非目前的基准情形，绝大多数人不认为这是下一步行动。根

据点阵图显示，2026-2027 年仍有较高降息概率。展望未来，宏观利率仍大概率处于下行通道，
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持续为市场提供较为充足的流动性并为美股估值释放压力。盈利端来看，美股半导体依然保持较

为强劲的增长预期，根据彭博的预测，费城半导体指数整体上在未来两年的每股收益增长率分别

为 30.7%、8.3%。 

  随着人工智能的投资价值从早期的 AI 基础设施投资转向确定性更高的应用场景落地，半导体

行业有望延续之前的高景气度，并在投资收益上体现行业的高成长性。境外投资作为国内居民资

产配置必不可少的一环，建议保持对海外科技类投资产品的关注。 本基金在严格控制组合风险与

保持资产流动性的基础上，主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份

额和相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。在报告期内，本基金结合申购赎回情况、

相关标的与基准指数的相关性情况等定期或不定期调整投资组合，实现对全球半导体芯片产业的

有效风险暴露。 

  本报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 4.82%，业绩比较基准收益率为 3.79%。 

  本报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 4.72%，业绩比较基准收益率为 3.79%。  

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  

无。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况  

序号  项目  金额（人民币元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  - - 

   其中：普通股  - - 

   优先股  - - 

   存托凭证  - - 

   房地产信托凭证  - - 

2  基金投资  669,774,195.27 92.36 

3  固定收益投资  - - 

   其中：债券  - - 

   资产支持证券  - - 

4  金融衍生品投资  - - 

   其中：远期  - - 

   期货  - - 

   期权  - - 

   权证  - - 

5  买入返售金融资产  - - 

   
其中：买断式回购的买入返售金融资

产  
- - 
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6  货币市场工具  - - 

7  银行存款和结算备付金合计  52,357,115.53 7.22 

8  其他资产  3,007,803.08 0.41 

9  合计  725,139,113.88 100.00 

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布  

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合  

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。  

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细  

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细  

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。  

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合  

本基金本报告期末未持有债券投资。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细  

本基金本报告期末未持有债券投资。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细  

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细  

本基金本报告期末未持有金融衍生品。   

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细  

序号  基金名称  
基金类

型  
运作方式  管理人  

公允价值（人民

币元）  

占基金资

产净值比

例（%）  

1 

Invesco 

Dynamic 

Semiconductors 

股票型 

交易型开

放式

(ETF) 

Invesco 

Capital 

Management 

LLC 

130,086,845.92 18.32 

2 Invesco PHLX 股票型 交易型开 Invesco 129,562,216.04 18.25 



景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2026 年第 1 季度报告 

第 11 页 共 13 页     

Semiconductor 

ETF 

放式

(ETF) 

Capital 

Management 

LLC 

3 

iShares 

Semiconductor 

ETF 

股票型 

交易型开

放式

(ETF) 

BlackRock 

Fund 

Advisors 

129,441,205.70 18.23 

4 

VanEck 

Semiconductor 

ETF 

股票型 

交易型开

放式

(ETF) 

Van Eck 

Associates 

Corporation 

129,034,303.88 18.17 

5 
景顺长城中证芯

片产业 ETF 
股票型 

交易型开

放式

(ETF) 

景顺长城基

金管理有限

公司 

47,022,195.00 6.62 

6 
华夏国证半导体

芯片 ETF 
股票型 

交易型开

放式

(ETF) 

华夏基金管

理有限公司 
46,991,493.20 6.62 

7 
国泰 CES 半导体

芯片行业 ETF 
股票型 

交易型开

放式

(ETF) 

国泰基金管

理有限公司 
46,562,764.80 6.56 

8 

Global X 

Semiconductor 

ETF/Jap 

股票型 

交易型开

放式

(ETF) 

Global X 

Japan Co Ltd 
11,073,170.73 1.56 

5.10 投资组合报告附注  

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  

华夏基金管理有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会地方监管局处

罚。 

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程

序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现

被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库  

本基金本报告期末未持有股票投资。 

5.10.3 其他资产构成  

序号  名称  金额（人民币元）  

1  存出保证金  38,368.93 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  3,659.88 

4  应收利息  - 
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5  应收申购款  - 

6  其他应收款  2,965,774.27 

7 其他  - 

8 合计  3,007,803.08 

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  

本基金本报告期末未持有股票投资。 

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  

无。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份  

项目  
景顺长城全球半导体芯片

股票 A（QDII-LOF）  

景顺长城全球半导体芯片

股票 C（QDII-LOF）  

报告期期初基金份额总额  227,212,821.11 112,265,552.53 

报告期期间基金总申购份额  29,953,491.32 6,342,294.99 

减：报告期期间基金总赎回份额  10,404,867.57 21,965,943.13 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）  
- - 

报告期期末基金份额总额  246,761,444.86 96,641,904.39 

注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。  

  2.本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。  

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。  

§8 影响投资者决策的其他重要信息  

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  

无。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息  

无。  
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§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录  

1、中国证监会准予景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）募集注册

的文件； 

  2、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 

  3、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》； 

  4、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 

  5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 

9.2 存放地点  

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 

9.3 查阅方式  

投资者可在办公时间免费查阅。  

   

   

景顺长城基金管理有限公司 

2026 年 4 月 22 日 


